Dispositivos Electrénicos

Guia Trabajo Practico N°6 Tema: Fabricacion de Circuitos Monoliticos
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Como define a los circuitos Integrados Monoliticos.
Cual es la diferencia entre los circuitos: Hibridos y los Monoliticos

Cuales son los procesos basicos que se utilizan en la fabricacién de Circuitos Integrados Monoliticos. Cudl de
los procesos anteriores determina la densidad de integracién (Dispositivos por cm?).

Qué es una oblea de silicio y como se la obtiene. Explique

Cuando se introducen impurezas por el proceso de Difusiéon que factores determinan:
a. La profundidad de penetracion.
b. La forma del perfil de concentracién espacial de las impurezas.
c. Lamaxima concentracién de impurezas que puedo difundir.

Que es el proceso de implantacion idnica. Explique. Cuales son las diferencias mas importantes con en proceso
de difusién de impurezas. Explique

Para que se utiliza el proceso de Fotolitografia, explique los pasos del proceso. Que es el fotoresist. Que
diferencia hay entre el fotoresist positivo y negativo. Explique

Cémo se fabrica un TB] NPN de crecimiento epitaxial. Dibuje y enumere la secuencia de los procesos
utilizados.

Para los Circuitos Integrados Monoliticos de crecimiento epitaxial:
a. Como se aislan entre sf los distintos componentes que se fabrican en la oblea. Explique

b. Para que se utiliza la difusién de capa enterrada en el colector de un TBJ NPN. Explique

c.  Que pasos en el proceso de fabricacién determinan la ganancia de corriente () de un TBJ NPN.
Explique y Justifique

d. Que procesos de fabricacién determinan la ganancia de corriente (B) de un TBJ PNP lateral.
Explique y Justifique.

e.  Que procesos de fabricacién determinan la maxima tensién Colector — Emisor (Vcro) de un TBJ
NPN. Explique y Justifique

f.  Porque la ganancia de corriente de un TB] NPN es mejor que la de un PNP. Explique y Justifique

g. Porque se utiliza un proceso de fabricacion que favorece a los TBJ'S NPN sobre los PNP.
Justifique

Para que se utiliza el concepto de “Resistencia Laminar” o “Resistencia Cuadro”. Explique y justifique
Coémo se fabrican resistores en los Circuitos Integrados Monoliticos.

a. Compare las resistencias fabricadas a partir de las difusiones de emisor, de base y la capa epitaxial
de colector.

b.  ¢Qué es un Resistor FET o Estrangulado?

c. Aigualdad en el valor de resistencia, cual de los resistores anteriores ocupa menor area. Justifique.

d. Por qué no es conveniente fabricar resistores de alto valor en los Circuitos Integrados. Explique
Qué es el apareamiento de caracteristicas en los dispositivos fabricados en los Circuitos Integrados. Explique

Dibuje el corte de un Circuito Integrado Monolitico que tenga los siguientes componentes: TB] NPN, TBJ
PNP, Resistencia de difusiéon de base.

Cuales son las ventajas y desventajas de un Circuito electrénico fabricado usando la tecnologia de Circuitos
Monoliticos.



